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Beschreibung
Stand der Technik

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Elektro-
nikbauteil mit einer verbesserten Leitungsstruktur sowie
ein Verfahren zur Herstellung des Elektronikbauteils.
[0002] Elektronikbauteile werden heutzutage galva-
nisch, z.B. als Leiterplatten oder MID’s (Moulded Inter-
connected Devices) hergestellt. Hierbei werden Aufbau-
ten mit mehreren Schichten und gegebenenfalls Durch-
kontaktierungen zur Entflechtung der Leiterbahnen ein-
gesetzt. Weiterhin ist es bekannt, leitfahige Tinten zu ver-
wenden. Hierbei hat sich herausgestellt, dass die leitfa-
hige Tinte mit einer gewissen Dicke aufgebracht werden
muss, um eine Haftung der leitfahigen Tinte auf einem
Tragermaterial nach dem Trocknen zu erreichen.
[0003] EP 1855514 A1 offenbart ein Elektronikbauteil
gemal dem Oberbegriff des Anspruches 1 der vorlie-
genden Erfindung.

Offenbarung der Erfindung

[0004] Das erfindungsgemafie Elektronikbauteil mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 weist demgegenuber
den Vorteil auf, dass es mdglich ist, eine leitfahige Lei-
tungsstruktur mittels einer elektrisch leitfdhigen Tinte be-
reitzustellen, welches sowohl eine elektrische Leitung er-
moglicht, als auch eine ausreichende Haftung auf einem
Tragermaterial aufweist. Dadurch kann eine weitere Mi-
niaturisierung von Leitungsstrukturen fiir Elektronikbau-
teile erreicht werden. Ein weiterer groRer Vorteil des er-
findungsgemaRen Elektronikbauteils liegt darin, dass die
leitfahige Tinte auf einem beliebigen Tragermaterial, auf
welchem die leitfahige Tinte z.B. auch schlecht haftet,
aufgebracht werden kann. Auch kann erfindungsgeman
auf haftende Zusatze in der leitfahigen Tinte verzichtet
werden. Ferner ist es erfindungsgemafl mdéglich, dass
auch Kreuzungen in einer Leitungsebene herstellbar
sind. Dies wird erfindungsgemaf dadurch méglich, dass
die leitfahige Leitungsstruktur mittels einer isolierenden
Schicht abgedeckt ist. Die isolierende Schicht wird auf
die Leitungsstruktur aufgebracht und kann die Leitungs-
struktur optimal schiitzen. Ferner kbnnen auch Héhen-
spriinge der Leitungsstrukturen, z.B. auf Chipoberfla-
chen, geschitzt werden. Auch kdnnen mehrere Lei-
tungslagen Ubereinander realisiert werden, indem zuerst
eine erste Leitungsbahn aufgebracht wird, dann eine ers-
te isolierende Schicht Uber die erste Leitungsbahn auf-
gebracht wird und anschlielRend eine zweite Leitungs-
bahn, welche die erste Leitungsbahn kreuzt oder tber
dieser liegt, aufgebracht wird und anschlieRend eine wei-
tere zweite isolierende Schicht aufgebracht wird. Dabei
kann das erfindungsgemaRe Elektronikbauteil insge-
samt sehr kostenglinstig hergestellt werden, da die elek-
trisch leitfahigen Tinten und auch die isolierende Schicht
aufgespritzt werden kann.

[0005] Die Unteranspriiche zeigen bevorzugte Weiter-
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bildungen der Erfindung.

[0006] Um einen besonders guten Schutz der leitfahi-
gen Leitungsstruktur zu erhalten, weist die isolierende
Schicht vorzugsweise eine groRere Breite als die Lei-
tungsstruktur auf. Hierdurch werden auch Seitenberei-
che der Leitungsstruktur von der isolierenden Schicht
vollstandig Uiberdeckt. Besonders bevorzugtist dabei ein
Uberstand der isolierenden Schicht (iber die Leitungs-
struktur zu beiden Seiten der Leitungsstruktur gleich
breit. Hierbei kann die isolierende Schicht eine Haftungs-
funktion fir die Leitungsstruktur ibernehmen, so dass
im Extremfall die mittels der leitfahigen Tinte erzeugte
Leitungsstruktur sehr schlechte oder keine Haftungsei-
genschaften auf dem Tragermaterial aufweisen kann
und die mechanische Haftung dann von der isolierenden
Schicht tbernommen wird.

[0007] Besondersbevorzugtistdas Tragermaterial ein
flexibles Material. Bei derartigen flexiblen Materialien ist
eine Haftung derleitfahigen Tinte aufdem Tragermaterial
im Stand der Technik nicht zu realisieren, da beim Ver-
formen des flexiblen Materials die aufgebrachte leitfahi-
ge Tinte abblattert. Erfindungsgeman kann jedoch durch
die Haftungsfunktion der isolierenden Schicht die me-
chanische Haftung in die isolierende Schicht Gibertragen
werden, so dass auch bei flexiblen Materialien die Ver-
wendung von Leitungsstrukturen aus leitfahigen Tinten
moglich ist. Das flexible Tragermaterial ist vorzugsweise
ein textiles Material oder ein Folienmaterial oder ein fle-
xibles Keramik-, Glas- oder Kunststoff-Substrat. Um eine
Miniaturisierung des Elektronikbauteils zu erméglichen,
weist die leitfahige Leitungsstruktur vorzugsweise eine
Dicke von kleiner oder gleich 100 pum auf. Eine Breite
der Leitungsstruktur ist vorzugsweise gréRer oder gleich
10 pm.

[0008] Weiter bevorzugt dringt die isolierende Schicht
teilweise in die leitfahige Leitungsstruktur ein. Hierdurch
wird eine besonders gute Verankerung der isolierenden
Schicht auf der Leitungsstruktur erreicht. Dies kann bei-
spielsweise durch eine Oberflichenbehandlung der Lei-
tungsstruktur vor dem Aufbringen der isolierenden
Schicht, z.B. durch Ansintern mittels eines Lasers, er-
reicht werden.

[0009] Fur einen moglichst kompakten Aufbau ist vor-
zugsweise eine Dicke der isolierenden Schicht kleiner
als eine Dicke der leitfdhigen Leitungsstruktur.

[0010] Das erfindungsgemale Verfahren zur Herstel-
lung eines Elektronikbauteils umfasst die Schritte des
Bereitstellens eines nicht-leitenden Tragermaterials, des
Aufbringens einer leitfahigen Leitungsstruktur aus einer
leitfahigen Tinte auf das Tragermaterial und des Aufbrin-
gens einer isolierenden Schicht auf die Leitungsstruktur.
Die Tinte wird vorzugsweise mittels eines Spriih-Verfah-
rens aufgebracht. Vorzugsweise wird auch die isolieren-
de Schicht mittels eines Sprih-Verfahrens aufgebracht.
Dieisolierende Schichtkann dabeilediglich aufder Ober-
flache der Leitungsstruktur aufgebracht werden oder be-
vorzugt mit einer gréReren Breite als die Leitungsstruktur
Uber die Leitungsstruktur aufgebracht werden, um zu-
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satzlich noch eine Haftung zwischen der isolierenden
Schicht und dem Tragermaterial aufzuweisen. Weiterhin
kann bei dem erfindungsgemaRen Verfahren vor dem
Aufbringen der isolierenden Schicht noch ein Ansintern
der leitenden Leitungsstrukturen ausgefiihrt werden, um
eine bessere Verankerung der isolierenden Schicht auf
der Oberflache der Leitungsstruktur zu erhalten. Das An-
sintern kann beispielsweise mittels eines Lasers ausge-
fihrt werden.

[0011] Die vorliegende Erfindung wird vorzugsweise
im Fahrzeugbereich beiflexiblen Schaltungen, beispiels-
weise bei flexiblen Verdecken von Cabrios, oder der In-
tegration von Elektronikbauteilen in Textilien, verwendet.

Zeichnung
[0012] Nachfolgend wird ein Ausfihrungsbeispiel der

Erfindung unter Bezugnahme auf die begleitende Zeich-
nung im Detail beschrieben. In der Zeichnung ist:

Figur 1 bis 3  Darstellungen, welche die Herstellung
des erfindungsgemafen Elektronikbau-
teils zeigen, und

Figur 4 eine schematische Schnittansicht durch

das erfindungsgemaRe Elektronikbau-
teil.

Bevorzugte Ausfiihrungsform der Erfindung

[0013] Nachfolgend wird unter Bezugnahme aufdie Fi-
guren 1 bis 4 ein Elektronikbauteil 1 gemaf einem be-
vorzugten Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung im Detail
beschrieben.

[0014] Wieaus Figur 3 ersichtlichist, umfasstdas Elek-
tronikbauteil 1 ein nicht- leitendes Tragermaterial 2, wel-
ches vorzugsweise ein flexibles Tragermaterial ist. Auf
dem Tragermaterial 2 ist eine leitfahige Leitungsstruktur
3 aus leitfahiger Tinte aufgebracht (siehe Figur 2). Die
leitfahige Tinte kann dabei mittels eines Spriih-Verfah-
rens aufgespritzt werden. Die aufgespritzte Tinte bildet
somit eine elektrisch leitfahige Leiterbahn auf dem Tra-
germaterial 2. Die Leitungsstruktur 3 weist dabei eine
Breite B1 auf.

[0015] In einem nachsten Schritt wird eine isolierende
Schicht, vorzugsweise aus einem Polymermaterial, auf-
gebracht. Dies kann ebenfalls mittels eines Aufspritzver-
fahrens erfolgen. Die isolierende Schicht 4 wird Uber die
leitfahige Leitungsstruktur 3 aufgebracht. Dabei Uber-
deckt die isolierende Schicht 4 die leitféahige Leitungs-
struktur 3 vollstdndig. Ferner weist die isolierende
Schicht 4 einen ersten Uberstand 5 und einen zweiten
Uberstand 6 lber die Breite B1 der Leitungsstruktur 3
auf. Somit weist die isolierende Schicht 4 eine Breite B2
auf (vgl. Figur 3 und 4), welche gréRer ist als eine Breite
B1 der Leitungsstruktur 3.

[0016] Wie aus Figur 4 ersichtlichiist, ist eine Breite U1
des ersten Uberstands 5 gleich groR wie eine Breite U2
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des zweiten Uberstands 6. Dies wird durch ein symme-
trisches Aufbringen der isolierenden Schicht auf die Lei-
tungsstruktur 3 ausgefiihrt. Dabei Ubernimmt die isolie-
rende Schicht 4 insbesondere eine Haftungsfunktion auf
dem Tragermaterial 2 und halt dadurch auch die leitfa-
hige Leitungsstruktur 3. Selbst wenn eine Haftung der
leitfahigen Leitungsstruktur 3 auf dem Tragermaterial 2
nicht optimal sein sollte, kann die Leitungsstruktur trotz-
dem mittels der isolierenden Schicht 4 fest auf dem Tra-
germaterial 2 in ihrer Position gehalten werden. Das Ma-
terial derisolierenden Schicht 4 wird dabei vorzugsweise
derart gewahlt, dass es neben der isolierenden Eigen-
schaft auch eine sehr gute Haftungseigenschaft auf dem
Tragermaterial 2 aufweist.

[0017] Wie weiter aus Figur 4 ersichtlich ist, weist die
Leitungsstruktur 3 eine Dicke D1 auf, welche gréRer ist
als eine Dicke D2 der auf der Leitungsstruktur aufge-
brachten isolierenden Schicht 4. Die Dicke der isolieren-
den Schicht 4 muss dabei auf der Leitungsstruktur 3 nur
derart ausgeflhrt sein, dass eine ausreichende Isolie-
rung der Leitungsstruktur 3 sichergestellt wird.

[0018] Fur eine bessere Haftung der isolierenden
Schicht 4 auf der Oberflache der Leitungsstruktur 3 wird
die Leitungsstruktur 3 bei dem Aufbringen der isolierten
Schicht mittels eines Lasers angesintert, nachdem eine
ausreichende Trocknung der aufgespritzten Leitungs-
struktur 3 vorliegt.

[0019] Somit ibernimmt erfindungsgemaf die leitfahi-
ge Leitungsstruktur 3 die elektrisch leitfahige Funktion
und die isolierende Schicht 4 Gbernimmt neben der Iso-
lationsfunktion auch noch eine Fixierungsfunktion der
Leitungsstruktur 3. Dadurch kann die Leitungsstruktur 3
eine sehr geringe Dicke D1 von kleiner oder gleich 100
pm aufweisen. Ferner kann die Leitungsstruktur 3 auch
eine reduzierte Breite B1 aufweisen. Somit ist durch die
vorliegende Erfindung eine weitere Miniaturisierung der
Leitungsstrukturen auf Elektronikbauteilen méglich. Fer-
ner kdnnen erfindungsgemaf auch einfach Kreuzungen
von Leitungsbahnen bzw. Ubereinanderanordnung von
Leitungsbahnen ausgeflihrt werden, ohne dass hierbei
eine zu grof3e Dicke der Leitungsbahnen, ausgehend von
einer Oberflache des Tragermaterials 2 aufgebaut wird.
An die derart erzeugten Leiterbahnen kénnen dann ge-
gebenenfalls elektronische Bauteile, z.B. Mikrochips
usw., in bekannter Weise ankontaktiert werden. Auch er-
moglicht die Erfindung die Verwendung von leitfahiger
Tinte ohne Haftungszusatze.

[0020] Das erfindungsgemafRe Verfahren ermdglicht
somit ein Aufspriithen von Leiterbahnen aus leitfahiger
Tinte, was sehr kostenglinstig realisiert werden kann.
Dariiber hinaus kénnen die Leiterbahnen auch auf fle-
xible Tragermaterialien aufgebracht werden. Dabeiist er-
findungsgeman ein zweistufiges Verfahren vorgesehen,
bei dem zuerst die leitfahige Tinte aufgebracht wird und
anschlieBend die isolierende Schicht 4 tUber die leitfahige
Leitungsstruktur aufgebracht wird. Da die isolierende
Schicht 4 dabei ebenfalls aufgespritzt werden kann, ist
ein Herstellungsprozess sehr einfach und schnell durch-
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fihrbar.

[0021] Besondersbevorzugtistdie elektrisch leitfahige
Leitungsstruktur aus einer harzfreien, leitfahigen Tinte
hergestellt. Diese Tinte enthalt vorzugsweise aus-
schlieB3lich elektrisch leitfahige Partikel, z.B. Silber, und
ein Lésungsmittel, welches nach dem Auftragen auf das
Tragermaterial verdampft. Aufgrund der Harzfreiheit sind
die Haftungseigenschaften derartiger Tinten auf dem
Tragermaterial, insbesondere auf flexiblem Tragermate-
rial, unzureichend, so dass erfindungsgeman mittels der
isolierenden Schicht die Haftung der Tinte auf dem Tra-
germaterial sichergestellt werden kann.

Patentanspriiche
1. Elektronikbauteil, umfassend:

- ein Tragermaterial (2), wobei das Tragermate-
rial (2) elektrisch nichtleitende Eigenschaften
aufweist,

- eine elektrisch leitfahige Leitungsstruktur (3),
welche auf das Tragermaterial (2) aufgebracht
ist, wobei die Leitungsstruktur (3) aus elektrisch
leitfahiger Tinte hergestellt ist, und

- eine isolierende Schicht (4), welche auf die Lei-
tungsstruktur (3) aufgebracht ist,

dadurch gekennzeichnet, dass eine Oberfla-
che der elektrisch leitfahigen Leitungsstruktur
(3) angesintert ist.

2. Elektronikbauteil nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Breite (B2) der isolieren-
den Schicht (4) groRer ist als die Breite (B1) der Lei-
tungsstruktur (3).

3. Elektronikbauteil nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Uberstand (5, 6) der isolie-
renden Schicht (4) tber die Leitungsstruktur (3) zu
beiden Seiten der Leitungsstruktur (3) eine gleiche
Breite (U1, U2) aufweist.

4. Elektronikbauteil nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Tragermaterial (2) ein flexibles Material, insbeson-
dere ein Textilmaterial oder ein Folienmaterial oder
ein flexibles Substrat ist.

5. Elektronikbauteil nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Leitungsstruktur (3) eine Dicke (D 1) von kleiner oder
gleich 100 wm aufweist.

6. Elektronikbauteil nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Leitungsstruktur (3) schlecht oder gar nicht auf dem
Tragermaterial (2) haftet.
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7. Elektronikbauteil nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die
isolierende Schicht (4) in eine Oberflache der Lei-
tungsstruktur (3) teilweise eindringt.

8. Elektronikbauteil nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Dicke (D2) der isolierenden Schicht (4) kleiner ist als
eine Dicke (D1) der Leitungsstruktur (3).

9. Elektronikbauteil nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die
leitfahige Tinte keine Haftungszusatze aufweist.

10. Verfahren zur Herstellung eines Elektronikbauteil
(1), umfassend die Schritte:

- Bereitstellen eines Tragermaterials (2) aus ei-
nem nicht-leitenden Material,

- Aufbringen einer elektrisch leitfahigen Lei-
tungsstruktur (3) aus elektrisch leitfahiger Tinte
auf das Tragermaterial (2), und

- Aufbringen einer isolierenden Schicht (4) auf
die Leitungsstruktur (3), dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Oberflache der Leitungs-
struktur (3) vor dem Aufbringen der isolierenden
Schicht angesintert wird.

Claims
1. Electronic component, comprising:

- a carrier material (2), the carrier material (2)
having electrically non-conducting properties,

- an electrically conductive conduction structure
(3), which has been applied to the carrier mate-
rial (2), the conduction structure (3) having been
produced from electrically conductive ink, and
- an insulating layer (4), which has been applied
to the conduction structure (3),

characterized in that a surface of the electri-
cally conductive conduction structure (3) has
been partially sintered.

2. Electronic component according to Claim 1, char-
acterized in that a width (B2) of the insulating layer
(4) is greater than the width (B1) of the conduction
structure (3).

3. Electronic component according to Claim 2, char-
acterized in that an overhang (5, 6) of the insulating
layer (4) beyond the conduction structure (3) on both
sides of the conduction structure (3) has an equal
width (U1, U2).

4. Electronic component according to one of the pre-
ceding claims, characterized in that the carrier ma-
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terial (2) is a flexible material, in particular a textile
material or a film material or a flexible substrate.

Electronic component according to one of the pre-
ceding claims, characterized in that the conduction
structure (3) has a thickness (D1) of less than or
equal to 100 pm.

Electronic component according to one of the pre-
ceding claims, characterized in that the conduction
structure (3) adheres poorly or not at all to the carrier
material (2).

Electronic component according to one of the pre-
ceding claims, characterized in that the insulating
layer (4) partially penetrates into a surface of the
conduction structure (3).

Electronic component according to one of the pre-
ceding claims, characterized in that a thickness
(D2) ofthe insulating layer (4) is less than a thickness
(D1) of the conduction structure (3).

Electronic component according to one of the pre-
ceding claims, characterized in that the conductive
ink has no adhesion additives.

Method for producing an electronic component (1),
comprising the steps of:

- providing a carrier material (2) of a non-con-
ducting material,

- applying an electrically conductive conduction
structure (3) of electrically conductive ink to the
carrier material (2), and

- applying an insulating layer (4) to the conduc-
tion structure (3),

characterized in that the surface of the con-
duction structure (3) is partially sintered before
the application of the insulating layer.

Revendications

1.

Composant électronique comprenant :

un matériau de support (2), le matériau de sup-
port (2) présentant des propriétés de non-con-
duction électrique,

une structure électriquement conductrice (3) ap-
pliquée sur le matériau de support (2), la struc-
ture conductrice (3) étant réalisée a partir d’'une
encre électriquement conductrice et

une couche isolante (4) appliquée sur la struc-
ture conductrice (3),

caractérisé en ce que

une surface de la structure électriquement con-
ductrice (3) est frittée.
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2,

10.

Composant électronique selon la revendication 1,
caractérisé en ce que la largeur (B2) de la couche
isolante (4) est supérieure a la largeur (B1) de la
structure conductrice (3).

Composant électronique selon la revendication 2,
caractérisé en ce qu’un débord (5, 6) de la couche
isolante (4) au-dela de la structure conductrice (3)
présente la méme largeur (U1, U2) des deux cotés
de la structure conductrice (3).

Composant électronique selon 'une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le maté-
riau de support (2) est un matériau flexible, en par-
ticulier un matériau textile, un matériau en feuille ou
un substrat flexible.

Composant électronique selon 'une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que la struc-
ture conductrice (3) présente une épaisseur (D1) in-
férieure ou égale a 100 pm.

Composant électronique selon 'une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que la struc-
ture conductrice (3) adhére mal ou n'adhére méme
pas au matériau de support (2).

Composant électronique selon 'une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que la couche
isolante (4) péneétre en partie dans une surface de
la structure conductrice (3).

Composant électronique selon 'une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que I'épais-
seur (D2) de la couche isolante (4) est inférieure a
I'épaisseur (D1) de la structure conductrice (3).

Composant électronique selon I'une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que l'encre
conductrice ne présente pas d’additif d’'adhérence.

Procédé de fabrication d’'un composant électronique
(1), le procédé comportant les étapes qui consistent
a:

préparer un matériau de support (2) en un ma-
tériau non conducteur,

appliquer sur le matériau de support (2) une
structure électriquement conductrice (3) en en-
cre électriguement conductrice et

appliquer sur la structure conductrice (3) une
couche isolante (4),

caractérisé en ce que

la surface de la structure conductrice (3) est frit-
tée avant I'application de la couche isolante.
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Fig. 1

Fig. 2
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Fig. 4
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